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半導体パッケージ基板用無電解Ni/Pd/Auめっき技術（第1報） 
～はんだボール接続信頼性に及ぼす無電解Niめっき膜厚の影響～
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概要　われわれはAuワイヤボンディング可能な無電解Ni/Pd/Auめっきを半導体実装用基板に採用し，従来の電解Ni/Auめっ
きと同等のはんだボール接続部の耐衝撃性を確保してきた。本報告では，この技術を20 μmより狭い配線間隙をもつ次世代基板に
適用するため，高速度はんだボールシア試験法を用いて耐衝撃性を確保できる無電解Niめっき皮膜の下限値を検討した。Sn–
3Ag–0.5Cuのはんだボールを用い，ピーク温度252°Cの窒素リフロー 7回，または空気中150°C，1,000 hの熱処理での無電解Ni
めっき皮膜の下限値は1 μmであった。また，携帯機器の落下試験で生じる不良と同様の界面破壊の原因は，端子とはんだの界面
近傍のボイドの形成と，金属間化合物の結晶粒の微細化であることを見いだした。

Abstract
We have adopted an electroless Ni/Pd/Au plating for the surface �nishing of package substrates 

which ensure the same Au wire bonding reliability and high impact resistance as the conventional 
electrolytic Ni/Au �nishing at the solder-ball joint. To utilize future substrates having �ne wiring spaces 
of less than 20 μm, we investigated the minimum thickness of the electroless Ni �lm ensuring impact 
resistance by means of the high-speed solder ball shear test method.  We found that the minimum 
electroless Ni �lm thickness is 1 μm with a Sn–3Ag–0.5Cu solder ball a�er heat (seven times 252°C 
peak N2 re�ow or 1,000 h @ 150°C in air). We also found that the formations of voids and the grain 
miniaturization of intermetallic compound (IMC) near the interface of the ball-pad and the solder 
were the causes of brittle fracture which is the same failure mode in the drop test of mobile equipment.
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